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毛利率预测及依据

历史及预测期毛利率见下表：

单位：万元

年份 主营业务收入 主营业务成本 毛利率

2023年 226,579.76 227,758.04 -0.52%

2024年 276,252.63 261,688.18 5.27%

2025年 336,062.56 331,187.87 1.45%

2026年 413,530.70 380,518.65 7.98%

2027年 464,756.19 384,778.00 17.21%

2028年 504,107.85 405,453.68 19.57%

2029年 532,333.93 413,099.40 22.40%

2030年 548,115.22 402,939.77 26.49%

2031年 548,115.22 394,745.47 27.98%

2032年 548,115.22 387,058.04 29.38%

2033年 548,115.22 383,319.19 30.07%

历史期毛利率不高的原因主要为：

1）产品售价持续下滑，价格战白热化，2023年-2025年行业处于产能集中释放、需求增长乏力的阶

段，国内LED芯片、封装及通用照明产能大幅扩张，传统领域供过于求，通用照明与中低端显示领域陷入

“以价换量”的恶性竞争，报价持续走低，压缩毛利空间；

2）行业同质化严重，低端内卷、高端转型贡献不足，传统通用照明、中低端显示赛道门槛低、同质化

严重，企业普遍缺乏定价权，只能靠降价争夺份额；而Mini/MicroLED、车载、高端智能照明等高毛利领

域，因技术、专利、资金壁垒高，公司尚属于产品结构转型中，高附加值产品贡献相对有限，转型中整体毛

利偏低；

3）产能扩张与设备升级导致折旧等固定成本高，系行业前几年扩产、自动化产线及布局Mini/Micro�

LED产能，属于重资产、高折旧模式，设备折旧、厂房摊销、固定人工等刚性支出居高不下，而产能受需求

疲软限制未能同步释放，单位产品分摊的固定成本较高，进一步拉低毛利率；

4）原材料价格持续涨价，直接成本持续抬升，LED行业对镓、金、铂、银、铜等关键材料依赖度高，受

地缘政治、供应链紧张、贵金属涨价影响，金价、银价等贵金属大幅上行，直接材料成本逐年攀升，显著侵

蚀毛利。

预测期毛利率提高主要依据为芯片制造行业固定成本占比高，随着设备折旧的逐渐到期，产能利用

率提升，规模效应摊薄成本；工艺改进、良率提升、材料替代、生产自动化等技术迭代、采购成本下降实现

直接降本；各种降本措施落地

随着设备折旧的逐渐到期，及降本增效措施的落地，以及行业周期带来销售增长红利，以及产品结构

迭代升级，高端芯片产品占比提升，这类产品比传统芯片价格高出很多，可拉高整体毛利。

综上所述，主营业务成本和毛利率具有合理性。

期间费用预测及依据

销售费用方面，未来随着企业进一步对市场的扩张，产品的营销等活动，并随着未来销量的增长，销

售费用人员薪酬及绩效等会有增长，销售费用投入随着收入的增加加大投入，销售费用率会保持平稳且

波动幅度较小。

管理费用方面，预计未来管理费用在管理层达到一定稳定的情况下，其费用的支出不会根据未来销

量的激增而有较大幅度变化，因此未来管理费用金额会较平稳在一定水平。

研发费用主要是开发新产品、改进现有产品或服务、提升生产工艺等目的而投入的资金。

综上，期间费用预测具有合理性。

折旧与摊销的预测

评估范围中资产组所包含的固定资产主要包括企业生产经营所需的房屋建筑物、机器设备、运输车

辆及电子办公设备，企业对其按取得时的不含税实际成本计价。本次评估中，按照含商誉资产组执行的固

定资产折旧政策，以评估基准日资产组范围固定资产账面原值、预计使用期限、存量固定资产的历史折旧

情况等为基础，估算未来经营期的折旧额。

综上，本次收益法测算所采用的历史经营数据、未来营业收入、成本、各项费用及摊销等参数预测具

备合理性，以此测算得出的评估结果客观可信。

（四）主要公司近三年预测主要参数差异对比及原因

湖南三安（2025-2023参数对比）

单位：万元

年度 减值测试方法

主要参数

减值测试资

产账面值

可回收金

额

是否减值 减值金额

预测期收入复合增

长率

预测期平均毛

利率

预测期 折现率

2025 未来现金流量现值 22% 31% 8年 13.70% 58.19 58.06 是 0.13

2024 未来现金流量现值 22% 29% 8年 14.09% 70.40 71.82 否 -

2023 未评估 - - - - - - - -

泉州集成（2025-2023参数对比）

单位：万元

年度 减值测试方法

主要参数

减值测试资

产账面值

可回收金

额

是否减值 减值金额

预测期收入复合增

长率

预测期平均毛

利率

预测期 折现率

2025 未来现金流量现值 17% 45% 8年 14.84% 30.19 29.91 是 0.28

2024 未来现金流量现值 20% 27% 8年 13.11% 36.34 36.98 否 -

2023 成本法评估，未做收益法 - - - - - - - -

泉州三安（2025-2023参数对比）

单位：万元

年度 减值测试方法

主要参数

减值测试资

产账面值

可回收金

额

是否减值 减值金额

预测期收入复合增

长率

预测期平均毛

利率

预测期 折现率

2025 未来现金流量现值 4% 23% 8年 12.23% 73.11 78.63 否 -

2024 未来现金流量现值 6% 20% 8年 12.67% 84.94 86.76 否 -

2023 未来现金流量现值 13% 22% 8年 9.94% 50.52 51.63 否 -

湖南三安（预测完成情况）

单位：万元

年度 减值测试方法 预测收入

实际完成收

入

完成率 完成率低的原因

2024 未来现金流量现值 18.21 8.91 49% 由于市场供应饱和，市场竞争和价格下行超出预期

2023 未单独做评估 - - - -

泉州集成（预测完成情况）

单位：万元

年度 减值测试方法 预测收入

实际完成收

入

完成率 完成率低的原因

2024 未来现金流量现值 8.17 5.16 63%

主要是调整了传统低端产品CSP产品的收入，这部分产品毛利率剔除折旧还是

亏损，拉低整体毛利率；同时优化产品结构，开拓WLP.B02,特种应用等新产品

高毛利产品的市场，增加收入占比，拉高整体毛利率。

2023 成本法评估，未做收益法 - - - -

泉州三安（预测完成情况）

单位：万元

年度 减值测试方法 预测收入

实际完成收

入

完成率 完成率低的原因

2024 未来现金流量现值 46.66 41.06 88%

LED�行业整体复苏趋缓，中低端产品价格持续下行，同时公司正调整产品结构，释

放高端产能，产线整合爬坡进度低于预期，产能利用率不足，致使本年度收入低于

预测。

2023 未来现金流量现值 33.63 36.34 108% 完成收入预测

综上，公司2025年对湖南三安等5家主要子公司进行减值测试的参数选择恰当，依据合理，并且依据

评估结果进行减值计提，减值计提充分。

综上所述， 公司对于主要子公司的固定资产及在建工程减值迹象识别充分，2023年、2024年未计提

减值具有合理性，2025年减值测试参数选择恰当，依据合理，减值计提充分。

（五）长期预付工程、设备款最近三年主要交易对手方的基本情况、采购内容及用途、预付金额、结算

约定、后续资产交付情况，说明预付原因及合理性，预付对象及其关键人员与公司及关联方是否存在关联

关系或其他利益安排，预付资金是否直接或间接流向控股股东及其关联方

1、公司最近三年预付工程、设备款的年末余额情况

单位：万元

项目 2025年末 2024年末 2023年末

预付工程、设备款等 39,999.77 110,987.81 131,268.63

从上表可知，公司最近三年公司持续优化预付账款管控，严控工程与设备类预付款支付节奏，伴随项

目投产及资产陆续到位，相关预付工程、设备款余额逐年有序下降。

2、2023年至2025年预付工程、设备前十大交易对手方期末余额、占比情况及主要采购合同的采购内

容及用途、预付金额、结算约定、后续资产交付情况，说明预付原因及合理性

1）2023年末前十大交易对手方情况

单位：万元

交易对手方名称 期末余额

占期末预付工程、设备款比重

（%）

Hitachi�High-Tech�Corporation

（株式会社日立高新技术）

8,293.63 6.32

南昌中微半导体设备有限公司 7,094.34 5.40

苏州德森瑞芯半导体科技有限公司 5,194.70 3.96

Canon�INC.

（佳能股份有限公司）

4,853.49 3.70

Centrotherm�international�AG

（商先创国际股份有限公司）

4,068.11 3.10

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公司）

3,995.59 3.04

北京北方华创微电子装备有限公司 3,980.78 3.03

LPE�S.P.A

（艾尔佩股份公司）

3,047.78 2.32

新毅东（上海）科技有限公司 2,892.30 2.20

AIXTRON�SE

（爱思强欧洲股份公司（德国））

2,749.40 2.09

合计 46,170.12 35.16

2）2024年末前十大交易对手方情况

单位：万元

交易对手方名称 期末余额

占期末预付工程、设备款比重

（%）

Canon�INC.

（佳能股份有限公司）

11,165.06 10.06

南京晶升装备股份有限公司 9,269.42 8.35

TOKYO�ELECTRON�LIMITED

（东京电子株式会社）

7,291.84 6.57

南昌中微半导体设备有限公司 7,094.34 6.39

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公司）

4,020.40 3.62

Hitachi�High-Tech�Corporation

（株式会社日立高新技术）

3,691.60 3.33

苏州德森瑞芯半导体科技有限公司 3,421.60 3.08

Centrotherm�International�AG

（商先创国际股份有限公司）

3,216.88 2.90

Siconnex�Customized�Solutions�GmbH

（西康耐思定制化解决方案有限责任公司）

2,992.92 2.70

Axcelis�Technologies,�Inc.

（亚舍立科技公司）

2,831.35 2.55

合计 54,995.41 49.55

3）2025年末前十大交易对手方情况

单位：万元

交易对手方名称 期末余额

占期末预付工程、设备款比重

（%）

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公司）

3,492.48 8.73

Axcelis�Technologies,Inc.

（亚舍立科技公司）

2,831.35 7.08

惠特科技股份有限公司 2,465.76 6.16

豪勉科技股份有限公司 2,299.96 5.75

TOKYO�ELECTRON�LIMITED

（东京电子株式会社）

1,473.63 3.68

北京烁科中科信电子装备有限公司长沙分公司 1,350.40 3.38

靖洋科技股份有限公司 1,157.57 2.89

UI�SCIENCE�CO.,LTD

（友蓝科学株式会社）

984.19 2.46

Centrotherm�International�AG

（商先创国际股份有限公司）

979.47 2.45

贤升科技股份有限公司 879.27 2.20

合计 17,914.08 44.78

1）2023年前十大交易对手方主要采购合同情况

供应商名称

合同金额

（万元）

预付金额

（万元）

期后结转金额

（万元）

采购内容及用途 结算约定

截至目前资

产交付情况

Hitachi� High-Tech�

Corporation

（株式会社日立高新技

术）

USD1,

284.00

8,293.63 8,293.63 尺寸检验仪*6台

以T/T方式支付1-3台的100%货款及

4-6台80%的货款， 第4-6台剩余20%

的货款在发货前支付

已全部交付

南昌中微半导体设备有限公

司

76,159.97 7,094.34 7,094.34

金属有机气相沉积设备

||PrismoUniMax

30%预付+60%到货+10%验收 已全部交付

苏州德森瑞芯半导体科技有

限公司

1,261.00 1,134.90 1,134.90 老化测试系统 *7台 90%预付款，10%验收款 已全部交付

苏州德森瑞芯半导体科技有

限公司

1,318.70 1,186.83 1,186.83 工作寿命测试系统*5台 90%预付款，10%验收款 已全部交付

Canon�INC.

（佳能股份有限公司）

JPY49,

000.00

2,474.03 2,474.03 佳能3000系列光刻机 货物装运后信用证议付100% 已全部交付

Canon�INC.

（佳能股份有限公司）

JPY48,

500.00

2,379.46 2,379.46 佳能3000系列光刻机 货物装运后信用证议付100% 已全部交付

Centrotherm� International�

AG

（商先创国际股份有限

公司）

EUR271.00 1,460.99 1,460.99 快速退火设备*3台

30%预付+70%LC （60%发货，10%验

收）

已全部交付

Centrotherm� International�

AG

（商先创国际股份有限

公司）

EUR901.40 2,045.68 1,929.19 快速退火设备*10台

30%预付+70%LC （60%发货，10%验

收）

已交付8台

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公

司）

CHF640.00

1,367.59 1,367.59

ITO溅射设备

30%预付，70%LC，60%发货付，10%验

收付

已全部交付

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公

司）

CHF142.00 ITO溅射设备

30%预付，70%LC，60%发货付，10%验

收付

已全部交付

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公

司）

CHF901.00 1,854.06 1,854.06 蒸镀机 30%预付，70%LC(60%发货，10%验收） 已全部交付

北京北方华创微电子装备有

限公司

19,653.75 3,063.16 3,063.16

ICP和PECVD（等离子体增

强化学气相沉积设备）

30%预付，60%发货前付，10%验收合格

后付

已全部交付

LPE�S.P.A

（艾尔佩股份公司）

USD1,

420.00

2,952.14 2,952.14

MOCVD�PE106外延炉 *10

台

以 T/T�方式支付发货金额的 50%预付

款; 剩下 50%的货款在验收合格后支

付

已交付5台

新毅东科技股份有限公司 536.00 536.00 536.00 Nikon�i10C�移机服务 100%预付 已移机4台

新毅东科技股份有限公司 2,600.00 2,340.00 2,340.00 SF130�步进投影光刻机

预付60%，发货前支付30%，验收合格

后5个月付10%；

已全部交付

AIXTRON�SE

（爱思强欧洲股份公司

（德国））

USD4,

965.90

1,616.76 1,616.76

MOCVD�AIX�

2800G4-TM（IC2），包含

15台TM

30%预付，70%LC，60%发货 10%，10%

验收后付

已全部交付

AIXTRON�SE

（爱思强欧洲股份公司

（德国））

USD575.00 1,132.64 1,132.64

金属有机化学气相沉积设

备MOCVD�System

30%预付款+70%信用证 已全部交付

2）2024年前十大交易对手方主要采购合同情况

供应商名称

合同金额

（万元）

预付金额

（万元）

期后结转金额

（万元）

采购内容及用途 结算约定

截至目前资

产交付情况

Canon�INC.

（佳能股份有限公司）

JPY89,

000.00

4,120.22 4,120.22

佳能KrF步进式光刻机

||CanonF-

PA-3030EX6#1

100%信用证，90%预付，10%验收 已全部交付

Canon�INC.

（佳能股份有限公司）

JPY91,

000.00

4,570.81 4,570.81

DUV248nm步进式光刻

机CanonFPA-3030EX6

货物装运后信用证议付100% 已全部交付

南京晶升装备股份有限公司 4,050.00 3,705.00 3,705.00 150台长晶炉改造工程

合同签订后预付人民币600万， 货到且收

到发票后支付人民币3105万，剩余保质期

后支付

已完工

南京晶升装备股份有限公司 5,468.79 3,503.51 2,947.02 251台长晶炉改造工程 30%预付+50%到货+20%验收

已 完 成 201

台

TOKYO� ELECTRON�

LIMITED

（东京电子株式会社）

JPY21,

930.00

1,035.58 1,035.58

涂 胶 显 影 机

||CLEANTRACK-

TELACT8

TT预付款50%，50%不可撤销LC （发货

40%+10%尾款）

已全部交付

TOKYO� ELECTRON�

LIMITED

（东京电子株式会社）

JPY284,

950.25

5,307.42 5,307.42 蚀刻设备*16台

50%预付款，50%LC （40%发货后支付，

10%不超过发货后90天）

已交付13台

南昌中微半导体设备有限公

司

76,159.97 7,094.34 7,094.34

金属有机气相沉积设备

||PrismoUniMax

30%预付+60%到货+10%验收 已全部交付

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公

司）

CHF125.00 312.18 312.18 1台Metelsputter 30%预付，70%LC（60%发货，10%验收） 已全部交付

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公

司）

USD56.76 198.87 198.87 溅射机台升级改造 50%预付，50%验收后月结30天 已全部交付

Hitachi� High-Tech�

Corporation

（株式会社日立高新技

术）

USD1,

284.00

3,691.60 3,691.60 尺寸检验仪*6台

买方以T/T方式支付1-3台的100%货款

及4-6台80%的货款，第4-6台剩余20%的

货款在发货前支付

已交付3台

苏州德森瑞芯半导体科技有

限公司

1,261.00 1,134.90 1,134.90 老化测试系统 *7台 90%预付，10%验收 已全部交付

苏州德森瑞芯半导体科技有

限公司

525.00 472.50 464.60

间歇工作寿命测试系统

(IOL)�*3台

90%预付，10%验收 已全部交付

苏州德森瑞芯半导体科技有

限公司

1,318.70 926.93 926.93 工作寿命测试系统 *5台 90%预付，10%验收 已全部交付

苏州德森瑞芯半导体科技有

限公司

937.90 844.11 844.11

高温动态栅偏*1/高温动

态反偏*1/高温高湿动态

反偏*1

90%预付，10%验收 已全部交付

Centrotherm� International�

AG

（商先创国际股份有限

公司）

EUR589.00 3,164.99 3,164.99

高温氧化炉/高温激活炉

/高温栅氧

30%预付+70%LC（60%发货，10%验收） 已全部交付

Siconnex� Customized�

Solutions�GmbH

（西康耐思定制化解决

方案有限责任公司）

EUR1,

417.03

2,992.92 2,992.92 酸洗机*4台 50%预付款，50%LC 已全部交付

Axcelis�Technologies,�Inc.

（亚舍立科技公司）

USD2,

111.00

2,831.35 0.00 离子注入机*5台 30%预付+70%LC（60%发货，10%验收） 已交付2台

3）2025年前十大交易对手方主要采购合同情况

供应商名称

合同金额

（万元）

预付金额

（万元）

期后结转金额

（万元）

采购内容及用途 结算约定

截至目前资

产交付情况

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公

司）

CHF728.00 3,227.81 0.00 4台Sputter

TT预付款50%，50%不可撤销LC（发

货40%+10%尾款）

已交付1台

Axcelis�Technologies,Inc.

（亚舍立科技公司）

USD2,

111.00

2,831.35 0.00 离子注入机*5台

30%预付+70%LC（60%发货，10%验

收）

已交付2台

惠特科技股份有限公司

USD4,

102.40

2,465.76 0.00

分选机 ||NST-6556-4覆晶

型 晶 粒 晶 圆 点 测 机

||LFP7800

30%预付，70%LC（60%发货，10%验

收）

注

豪勉科技股份有限公司

USD�1,

453.61

2,293.72 0.00

LED倒装点测一体机 、LED

芯片测试分类机

30%预付，70%LC（60%发货，10%验

收）

注

TOKYO� ELECTRON�

LIMITED（东京电子株式会

社）

JPY284,

950.25

1,528.98 0.00 蚀刻设备*16台

50%预付款，50%LC （40%发货后支

付，10%不超过发货后90天）

已交付13台

北京烁科中科信电子装备有

限公司长沙分公司

1,688.00 1,350.40 1,350.40 离子注入机 30%发货，50%预付，20%验收 已全部交付

靖洋科技股份有限公司 USD292.00 621.83 0.00 显影机 预付50%，发货前付40%，验收10% 未交付

靖洋科技股份有限公司 USD84.00 535.74 0.00

涂胶显影机 (旧 )||TEL�Track�

Mark-8�2C2D

预付50%，验收50% 未交付

UI�SCIENCE�CO.,LTD

（友蓝科学株式会社）

JPY43,

400.00

869.54 0.00 金电镀机 预付50%，发货前付40%，验收10% 未交付

UI�SCIENCE�CO.,LTD

（友蓝科学株式会社）

JPY7,490.00 114.65 0.00 电镀机1台 30%发货，50%预付，20%验收 未交付

Centrotherm� International�

AG

（商先创国际股份有限公

司）

EUR901.40 387.87 0.00 快速退火 *10台

30%预付，70%LC（60%发货，10%验

收）

已交付8台

Centrotherm� International�

AG

（商先创国际股份有限公

司）

EUR589.00 591.60 0.00

高温氧化炉/高温激活炉/高

温栅氧

30%预付，70%LC（60%发货，10%验

收）

已交付2台

贤升科技股份有限公司

JPY15,

895.88

443.50 443.50 Kaijo固晶机、焊线机

100%LC，60%预付款、30%发货款、

10%验收款

已全部交付

贤升科技股份有限公司

JPY15,

500.00

435.78 0.00 1台高精度压合机

100%LC (60%预付款、30%发货款、

10%验收款）

未交付

注：惠特科技股份有限公司及豪勉科技股份有限公司因采购合同纠纷与公司存在诉讼，故而相关合

同资产尚未交付。

公司最近三年预付账款主要为设备款项，公司主要采购定制化、进口设备，相关采购合同存在一定比

例预付款项，符合行业惯例。 除惠特科技、豪勉科技因诉讼原因导致资产尚未交付，公司最近三年末预付

账款其他主要采购合同的资产交付情况良好，不存在重大异常情形。

3、公司最近三年预付工程、设备款主要交易对手方的基本情况以及该等预付对象及其关键人员与公

司及关联方是否存在关联关系或其他利益安排，预付资金是否直接或间接流向控股股东及其关联方

序

号

公司名称 成立时间 注册资本 公司股东或背景

供应商及其关键

人员与公司及关

联方是否存在关

联关系或其他利

益安排

预付资金

是否直接

或间接流

向控股股

东及其关

联方

1

EVATEC�AG

（瑞士伊瓦泰克股份公司）

2004年 /

总部位于瑞士,是全球半导体、光电子和光学行业在

薄膜沉积解决方案上的关键供应商

否 否

2 南昌中微半导体设备有限公司 2017年 2,500万元人民币

A股上市公司中微公司（股票代码：688012）全资子

公司

否 否

3

苏州德森瑞芯半导体科技有限

公司

2016年 500万元人民币 股东：时以成 否 否

4

Canon�INC.

（佳能股份有限公司）

1937年 / 总部位于日本，全球知名半导体设备制造企业 否 否

5

Centrotherm�International�AG

（商先创国际股份有限公

司）

1976年 / 德国上市公司（股票代码：CTNK） 否 否

6

Hitachi� High-Tech�

Corporation

（株式会社日立高新技术）

2001年 / 总部位于日本，全球知名半导体设备制造企业 否 否

7 南京晶升装备股份有限公司 2012年

13,836.6万元人民

币

A股上市公司，证券代码：688478证券简称：晶升股

份

否 否

8

TOKYO�ELECTRON�LIMITED

（东京电子株式会社）

1963年 / 总部位于日本，日本最大的半导体设备制造商 否 否

9

Axcelis�Technologies,Inc.

（亚舍立科技公司）

1995年 /

总部位于美国马萨诸塞州， 纳斯达克股票代码 ：

ACLS,是全球领先的半导体离子注入设备制造商

否 否

10 豪勉科技股份有限公司 1979年 / 台湾上市公司，股票简称：6218豪勉 否 否

11 惠特科技股份有限公司 2004年 / 台湾上市公司，股票简称：6706惠特 否 否

12

LPE�S.P.A

（艾尔佩股份公司）

1972年 /

公司位于意大利米兰, 是全球外延反应炉专业制造

商

否 否

13 新毅东科技股份有限公司 2014年 15,000万元人民币

比亚迪创芯材料、临芯投资、万石创投等为股东，涂

胶显影设备、湿法设备、高端清洗设备制造

否 否

14

AIXTRON�SE

（爱思强欧洲股份公司（德

国））

1983年

德国上市公司（股票代码： AIXA），全球领先的化合

物半导体沉积设备供应商，核心技术为 MOCVD

否 否

15

北京烁科中科信电子装备有限

公司长沙分公司

2019年

总公司注册资本

24,693.8634万元

人民币

总公司股东为中电科烁科电子装备(北京 )有限公司、

北京烁科基石电子科技中心(有限合伙)、国家集成电

路产业投资基金二期股份有限公司等

否 否

16 靖洋科技股份有限公司 2009年 /

总部位于台湾新竹， 以靖洋集团控股名义于香港联

交所上市（8257.HK）

否 否

17

UI�SCIENCE�CO.,LTD

（友蓝科学株式会社）

2016年 /

总部位于日本，专注电镀/表面处理设备的定制化设

计与制造

否 否

18

Siconnex� Customized�

Solutions�GmbH

（西康耐思定制化解决方案

有限责任公司）

/ /

总部位于奥地利霍夫拜萨尔茨堡， 专注于研发和制

造用于半导体晶圆等盘状物体的固定系统、 处理装

置及自动化传输设备

否 否

19 贤升科技股份有限公司 1986年 /

总部位于台湾台北市， 日本半导体及自动化设备的

专业代理商

否 否

公司最近三年预付工程、设备款主要交易对手方主要为国内外知名的半导体设备厂商，且多数为境

内外上市公司，公司向其预付账款均具有真实的交易背景，上述主要交易对手方及其关键管理人员与公

司及关联方不存在关联关系或其他利益安排， 预付资金不存在直接或间接流向控股股东及关联方的情

形。

综上所述，公司最近三年预付工程、设备款主要交易对手方主要为国内外知名的半导体设备厂商，且

多数为境内外上市公司，公司向其预付账款均具有真实的交易背景，主要交易对手方及其关键管理人员

与公司及关联方不存在关联关系或其他利益安排，预付资金不存在直接或间接流向控股股东及关联方的

情形；公司最近三年预付账款主要为设备款项，公司主要采购定制化、进口设备，相关采购合同存在一定

比例预付款项，符合行业惯例；除惠特科技、豪勉科技因诉讼原因导致资产尚未交付，公司最近三年末预

付账款其他主要采购合同的资产交付情况良好，不存在重大异常情形。

二、年审会计师发表意见

1、经工商查询，未发现上述前十大供应商及其关键人员、上述前十大预付工程、设备款交易对手方及

其关键人员与公司及关联方之间存在关联关系、股权或任职关系；

2、截至本问询函回复日，已获取公司及公司控股股东福建三安集团有限公司出具的说明，根据该说

明公司及公司控股股东明确“公司及关联方与上述前五大预付工程、设备款交易对手方及其关键人员之

间不存在关联关系或其他利益安排，上述前五大预付工程、设备款交易对手方收取的款项不存在直接或

间接流向公司控股股东及其关联方” ； 已获取公司提供的控股股东及其控制的子公司的银行流水并核对

银行流水交易对手方是否直接为上述前十大供应商及其关键人员；就前述问题已向前十大供应商进行函

证， 发函数量21家， 除中国电子系统技术有限公司拒绝回函、Applied� Materials� South� East� Asia�

Pte.Ltd.回复因涉及全球子公司较多无法核实外，其他供应商均已回函；根据目前已获取的资料来看，我

们未发现公司、公司控股股东及其控制的子公司与上述前十大供应商及其关键人员存在直接的其他业务

或资金往来，未发现相关付款存在直接或间接流向公司控股股东及其控制的子公司的情况；

3、截至本问询函回复日，已获取公司及公司控股股东福建三安集团有限公司出具的说明，根据该说

明公司及公司控股股东明确“公司及关联方与上述前十大预付工程、设备款交易对手方及其关键人员之

间不存在关联关系或其他利益安排，上述前十大预付工程、设备款交易对手方收取的款项不存在直接或

间接流向公司控股股东及其关联方” ； 已获取公司提供的控股股东及其控制的子公司的银行流水并核对

银行流水交易对手方是否直接为上述前十大交易对手方及其关键人员；就前述问题已向上述前十大预付

工程、设备款交易对手方进行函证，发函交易对手方数量为19家，均已回函；根据目前已获取的资料来看，

我们未发现公司、公司控股股东及其控制的子公司与上述前十大预付工程、设备款交易对手方及其关键

人员存在直接的其他利益安排，未发现预付资金存在直接或间接流向公司控股股东及其控制的子公司的

情况；

4、公司新增资产采购进项税与新增资产额相匹配，未发现存在重大异常情形；

5、公司重要在建工程项目长期挂账的原因与我们了解到的实际情况一致，工程建设周期、设备安装

调试周期等与同行业公司不存在较大差异，未发现存在延迟转固的情形；

6、公司2023年、2024年未计提减值的原因与我们了解到的实际情况一致，未发现2025年减值测试参

数的设定存在不合理性，未发现2025年公司资产减值计提不充分。

三、独立董事发表意见

1、2023-2025年度公司固定资产、在建工程采购前十大供应商以及预付工程、设备款主要交易对手

方及其关键人员与公司不存在关联关系、股权或任职关系；相关付款不存在直接或间接流向控股股东及

其关联方的情形；除惠特科技、豪勉科技因诉讼原因导致资产尚未交付，其他主要采购合同的资产交付情

况良好，不存在重大异常情形；

2、公司主要子公司最近三年增值税留抵税额与新增资产额整体匹配。

问题4�关于存货及其他资产

年报及相关公告显示，2025年末公司存货账面余额73.62亿元，同比增长18.79%，当年新增计提存货

跌价准备4.68亿元，转回或转销3.29亿元。 2023年6月，公司与意法半导体合资成立安意法半导体有限公

司（以下简称“安意法” ），预计总投资32亿美元，公司持股51%，在7个董事席位中占有4席，公司总经理

林科闯担任董事长，并委派首席执行官及法定代表人，公司将其作为合营企业核算。 2025年，公司对福建

北电新材料科技有限公司（以下简称“福建北电” ）商誉计提减值准备1,255.06万元，可收回金额测算时

预测2026年收入增长率97.77%，其后年度为负增长。

请公司补充披露：（1）区分主要产品，列示2025年末存货的主要构成及库龄结构，结合产品市场需

求、采购生产周期、订单周期、备货政策及在手订单等，说明存货增长的合理性，并说明存货周转率与同行

业公司是否存在较大差异；（2）结合部分产品毛利率较低、行业价格走势及库龄情况等，说明可变现净值

的计算过程，存货跌价准备计提的充分性、及时性，以及转回或转销跌价准备的依据及合理性；（3）未将

安意法纳入合并报表范围的原因及合理性，是否符合企业会计准则的规定；林科闯被留置对公司参与安

意法公司治理与经营运作的影响，公司是否就安意法的未来投资金额、投资进度与相关方存在约定以及

可能对公司的影响；（4）结合福建北电目前业绩情况，说明减值测试参数的依据及合理性，减值计提是否

充分。 请年审会计师发表意见。

【回复】

一、公司补充披露

（一）区分主要产品，列示2025年末存货的主要构成及库龄结构，结合产品市场需求、采购生产周期、

订单周期、备货政策及在手订单等，说明存货增长的合理性，并说明存货周转率与同行业公司是否存在较

大差异

1、区分主要产品，列示2025年末存货的主要构成及库龄结构

公司2025年末区分主要产品的存货余额的构成情况如下：

单位：万元

项目 LED外延芯片 集成电路产品 LED应用品 合计

原材料 79,434.86 62,578.06 16,762.69 158,775.61

在产品 34,294.26 28,092.96 19,110.52 81,497.74

半成品 12,720.65 55,617.42 36,833.63 105,171.70

库存商品 279,270.39 62,543.29 45,822.35 387,636.03

发出商品 871.89 1,698.71 529.79 3,100.39

合计 406,592.05 210,530.44 119,058.98 736,181.47

从存货构成来看，公司2025年末存货主要为库存商品和原材料，合计占比超过70%；从产品结构来

看，公司2025年末存货主要为LED外延芯片和集成电路产品，合计占比超过80%。 2025年末，公司LED外

延芯片、 集成电路、LED应用品的存货余额分别同比增加3.88亿元、3.74亿和4.03亿， 同比增速分别为

11%、22%和51%，增长主要来自于LED应用品板块，具体原因详见本回复之问题2一/(二)2、在LED应用

品毛利率显著低于LED外延芯片的情况下，2025年大力拓展LED应用品业务的原因及合理性。

2025年末，公司主要库存商品的库龄结构情况如下：

单位：万元

项目 LED外延芯片 集成电路产品 LED应用品 合计

0-6个月 128,013.84 49,407.37 37,433.04 214,854.25

6-12个月 48,536.47 4,107.82 2,196.30 54,840.59

12-18个月 33,965.37 1,825.78 1,781.24 37,572.39

18个月以上 68,754.71 7,202.33 4,411.76 80,368.80

合计 279,270.39 62,543.30 45,822.34 387,636.03

由上表可见，公司2025年末存货中的库存商品主要为12个月以内，占比约70%。 其中，18个月以上库

龄的库存商品主要为LED外延片芯片，公司LED外延芯片年末余额占整个存货余额比重为72%，故相对

而言长库龄LED芯片比其他LED芯片产品的比重高一些，18个月以上的LED外延芯片主要为RGB户内显

示芯片，是基于公司特种封装的业务需求进行备货。公司特种封装业务正在进行产能扩张，收入体量正在

逐步扩大，不涉及滞销类持续生产的情形。

2、结合产品市场需求、采购生产周期、订单周期、备货政策及在手订单等，说明存货增长的合理性

公司主要原材料由公司战略运营中心根据需求制定采购计划， 采购中心依据不同物料的采购周期，

合理安排下单节奏，确保物料供应与生产进度的有效衔接，国内物料采购周期约1个月左右，进口物料采

购周期2-3个月。公司销售部门根据客户订单和市场预测信息传递给战略运营中心，战略运营中心结合公

司库存情况制定生产计划，并传递给生产管理部门，生产管理部门按照生产计划组织生产，公司主要产品

按不同的产品类型生产周期一般为15天至2个月。有成品库存的情况下，订单执行周期一般为3天内；无成

品库存时，订单交付周期结合产品生产周期确定。

公司综合考虑客户订单和市场预测情况及采购生产周期进行适当备货，因此公司存货规模与订单情

况相匹配。 2024及2025年度，公司新增订单规模及存货余额的匹配情况具体如下：

单位：万元

项目

2025年度/

2025.12.31

2024年度/

2024.12.31

变动比例

当期新增订单金额 1,572,605.03 1,353,921.16 16.15%

期末存货余额 736,181.47 619,714.46 18.79%

期末存货余额/当期新增订单 46.81% 45.77% 增加1.04个百分点

由上表可见，2025年末公司存货余额同比增长18.79%，主要系公司基于市场及客户需求增长持续扩

产，加之贵金属大幅涨价，导致公司半成品、库存商品以及原材料规模持续增加所致。

综上，公司2025年末存货金额增长存在合理性。

3、说明存货周转率与同行业公司是否存在较大差异

2023-2025年度，公司及同行业可比上市公司的存货周转率对比情况如下：

公司名称 2025年度 2024年度 2023年度

华灿光电 2.95 3.03 2.08

聚灿光电 6.03 10.13 8.34

乾照光电 4.10 3.53 3.62

天岳先进 1.17 1.35 1.48

芯联集成 3.06 2.55 2.31

卓胜微 0.78 1.09 1.16

国博电子 2.89 2.73 2.60

平均值 3.00 3.49 3.09

平均值

（扣除聚灿光电）

2.49 2.38 2.21

三安光电 2.32 2.33 2.00

2023-2025年度，公司存货周转率分别为2.00、2.33和2.32，整体较为稳定。 由公开披露信息显示，聚

灿光电产品主要应用领域为照明、背光、直显，其下游领域及主要客户相对集中，故导致其存货周转率显

著高于同行业其他公司。扣除聚灿光电后，公司存货周转率水平与同行业可比公司平均值基本一致，且处

于同行业可比公司合理区间内，与同行业可比公司不存在重大差异。

综上所述，公司2025年末存货金额增长存在合理性；公司存货周转率水平与同行业可比公司不存在

重大差异。

（二）结合部分产品毛利率较低、行业价格走势及库龄情况等，说明可变现净值的计算过程，存货跌

价准备计提的充分性、及时性，以及转回或转销跌价准备的依据及合理性

1、结合部分产品毛利率较低、行业价格走势及库龄情况等，说明可变现净值的计算过程

公司存货可变现净值测算综合考量了产品盈利水平、行业价格走势、存货滞留时长三重减值风险因

素，对于毛利率偏低甚至毛利倒挂的产品如滤波器，在2025年第四季价格下行较多，且2024年至2025年

整体处于持续下行、逐年降价态势，因此公司在结合行业价格走势的基础上综合考虑最近一期销售价格

作为估计售价进行可变现净值测算；对于无单独售价部分存货则按库龄维度计提存货跌价准备，同时根

据存货滞留时间划分四档区间。

公司存货可变现净值计算公式为预计不含税售价减去预计销售处置费用。测算时先以单品账面成本

与基础可变现净值对比，再对当年无对外销售的库存叠加对应库龄比例补提跌价准备，综合反映低价滞

销、行业降价、长期存放带来的存货贬值风险，存货跌价准备计提是充分、及时的。

（1）各类存货可变现净值的具体计算原则如下：

①库存商品

公司对库存商品按照公司按照账面成本与可变现净值孰低的原则进行减值测试，其可变现净值按该

等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 对有订单支持的存货，其估计售价以

具体的订单销售价格为基础计算；对备库部分的产成品，其估计售价以具体产品的近期对外不含税销售

均价为基础计算，如可变现净值低于账面价值的，差额部分予以计提存货跌价准备。

对于长库龄库存商品的额外考虑：可变现净值低于账面价值的差额部分予以计提存货跌价准备。 公

司以先进先出法识别库存商品的在库时间，如当年无同类产品对外销售，则在常规减值测试的基础上，对

期末库龄6个月以内的库存商品按照10%的比例计提存货跌价准备，对期末库龄6-12个月的库存商品按

照20%的比例计提存货跌价准备， 对于期末库龄12-18个月的库存商品按照40%的比例计提存货跌价准

备，对期末库龄18个月以上的库存商品则全额计提存货跌价准备。

同行业可比公司存货按库龄计提政策情况如下：

公司名称 库存商品按库龄计提政策

乾照光电 未单独披露

华灿光电 未单独披露

聚灿光电 未单独披露

卓胜微 未单独披露

天岳先进

对于库龄两年以上的库

存商品、发出商品及半成品，谨慎性考虑已全额计提跌价准备

国博电子 基于谨慎性原则，公司判断2年以上的存货对外销售或者使用的可能性较低，因此全额计提存货跌价准备

芯联集成 未单独披露

从上表可知，同行业可比公司多数未披露分库龄阶梯计提政策，仅天岳先进、国博电子明确对2年以

上存货全额计提跌价，未对短期库龄存货分级计提。公司将库存商品细化为四档库龄区间分段计提，对于

当年无同类产品对外销售且库龄在18个月以上全额计提，早于同行业可比公司 2�年全额计提的标准，分

档计提标准更谨慎细化，与行业整体减值计提思路无重大差异。

②在产品

根据当期已计提减值的库存商品追溯到相关的在产品进行减值测试， 获取公司在产品期末数量，按

照成本核算表中的约当产量折算成完工片数；根据期末的产品单位成本折算出在产品预计生产至库存商

品的单片成本； 再根据期末的理论颗粒数折算出在产品的颗粒数及在产品的折算成库存商品的单粒成

本，参照上述库存商品确定可变现净值的计算方法，如可变现净值低于账面价值的，差额部分予以计提存

货跌价准备。

③半成品

公司半成品参照上述库存商品确定可变现净值的计算方法，如可变现净值低于账面价值的，差额部

分予以计提存货跌价准备。同时额外考虑在产品技术迭代更新的情况下，对于被市场淘汰产品，可变现净

值低于账面价值的差额部分予以计提存货跌价准备。

④原材料

公司目前原材料主要是生产用衬底、贵金属及备品备件，系根据生产需求所储备，当期对外销售的产

品平均毛利率处于较高水平，生产的产品主要型号并不存在跌价，故用于生产的主要原材料不计提存货

跌价准备。

如公司原材料对第三方销售，则参考预计对外不含税销售均价作为该原材料的估计售价，扣除按公

司年度或季度销售费用/营业收入的比例计算的销售费用后的金额确定为可变现净值， 如可变现净值低

于账面价值的，差额部分予以计提存货跌价准备。

（2）主要低毛利率产品及库龄较长产品跌价分析

2025年末，公司存货跌价准备余额的总体情况如下：

单位：万元

项目 存货账面余额 存货跌价准备余额 存货跌价准备余额结构比

原材料 158,775.61 189.77 0.25%

半成品 105,171.69 5,875.94 7.67%

在产品 81,497.74 1,704.67 2.22%

库存商品 387,636.03 68,539.54 89.42%

发出商品 3,100.39 340.98 0.44%

合计 736,181.46 76,650.90 100.00%

由上表可知，公司存货跌价准备余额主要集中在库存商品，库存商品存货跌价准备余额为68,539.54

万元，本年无售价以库龄计算计提的库存商品存货跌价准备余额为14,270.15万元，占无售价库存商品期

末余额的比重为44.27%，各库龄段存货跌价准备余额情况如下：

单位：万元

库龄 存货账面余额 存货跌价准备余额 计提占比

0-6个月 214,854.26 27,359.04 12.73%

6-12个月 54,840.59 6,305.69 11.50%

12-18个月 37,572.38 6,529.71 17.38%

18个月以上 80,368.80 28,345.10 35.27%

合计 387,636.03 68,539.54 17.68%

公司存货跌价准备计提方式保持一贯性原则，对于存在近期售价的或在手订单的则以此售价测算可

变现净值，对于无售价部分则依托库龄区间计提跌价准备。 对于长库龄的计提比例相对较高，库龄与存货

跌价准备计提具备清晰、合理的对应关系。

库存商品中按产品分类期末跌价准备情况如下：

单位：万元

板块 产品类别 账面余额 跌价准备 计提占比 2025年营业收入 2025年营业成本 2025年毛利率

LED外延、芯片

砷化镓芯片 95,684.45 9,857.50 10.30% 30,205.36 24,688.27 18.27%

氮化镓芯片 183,585.94 28,975.10 15.78% 171,147.37 194,391.26 -13.58%

集成电路

射频芯片 2,742.26 286.29 10.44% 61,904.64 58,132.41 6.09%

滤波器 21,253.22 11,650.15 54.82% 19,218.48 34,636.17 -80.22%

电力电子 33,563.18 8,971.82 26.73% 15,600.48 27,681.49 -77.44%

光通讯 4,984.63 1,529.13 30.68% 7,352.09 11,002.43 -49.65%

LED应用品

LED应用品（封装） 8,363.99 1,986.98 23.76% 53,645.62 58,467.26 -8.99%

LED应用品（车灯） 37,221.56 5,087.25 13.67% 48,410.86 64,124.28 -32.46%

LED应用品（灯具） 236.79 195.32 82.49% 10.99 1.25 88.63%

合计 387,636.03 68,539.54 17.68% 407,495.89 473,124.82 -16.11%

注：上表中营业收入及营业成本系本期计提跌价产品类型对应的收入成本金额。

由上表可知， 对于低毛利产品公司均已按公司存货跌价准备计提原则计提了相应的存货跌价准备，

其中账面余额较大且毛利率较低的产品主要涉及氮化镓芯片、滤波器、电力电子、LED应用品（车灯）等4

类，各产品类别中计提存货跌价准备前五的具体测算过程如下：

①当期可获取的产品估计售价的存货跌价准备跌价测算过程如下：

单位：万元

版块 产品类别 型号

计量

单位

期末库存商

品数量

期末库存商

品余额

单位成本

不含税单

价

销售费

用率

单位可变

现净值

差异

存货跌价准

备

A B C=B/A D E

F=D*

(1-E)

G=F-C H=-G*A

LED外延芯片 砷化镓芯片 型号1 KK 670,746.1 34,308.8 0.05 0.04 1.56% 0.04 -0.01 5,161.15

LED外延芯片 砷化镓芯片 型号2 KK 2,927.55 1,277.25 0.44 0.20 1.56% 0.20 -0.24 690.67

LED外延芯片 砷化镓芯片 型号3 KK 14,594.87 1,724.26 0.12 0.09 1.56% 0.09 -0.03 478.92

LED外延芯片 砷化镓芯片 型号4 KK 1,822.29 1,131.03 0.62 0.39 1.56% 0.38 -0.24 437.25

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号1 KK 6,827.69 3,060.71 0.45 0.29 1.56% 0.29 -0.16 1,103.36

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号2 KK 2,935.94 1,384.61 0.47 0.13 1.56% 0.13 -0.34 1,000.96

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号3 KK 28,825.82 2,052.58 0.07 0.04 1.56% 0.04 -0.03 924.27

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号4 KK 15,380.55 2,988.47 0.19 0.14 1.56% 0.13 -0.06 919.76

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号5 KK 3.12 1,037.12 332.59 53.10 1.56% 52.27 -280.32 874.13

集成电路 射频芯片 型号1 万片 0.01 67.22 6,930.34 5,579.65 0.96% 5,526.22 -1,404.12 13.62

集成电路 射频芯片 型号2 万片 0.01 68.23 6,497.81 5,579.65 0.96% 5,526.22 -971.59 10.20

集成电路 射频芯片 型号3 万片 0.00 33.35 7,755.38 6,043.20 0.96% 5,985.32 -1,770.05 7.61

集成电路 射频芯片 型号4 万片 0.00 35.99 8,370.35 6,739.11 0.96% 6,674.57 -1,695.78 7.29

集成电路 射频芯片 型号5 万片 0.00 31.17 6,631.05 5,474.85 0.96% 5,422.42 -1,208.62 5.68

集成电路 滤波器 型号1 KK 7.74 1,677.71 216.76 7.96 0.80% 7.90 -208.86 1,616.56

集成电路 滤波器 型号2 KK 19.17 1,265.95 66.04 4.42 0.80% 4.39 -61.65 1,181.81

集成电路 滤波器 型号3 KK 43.54 2,392.09 54.95 33.32 0.80% 33.06 -21.89 952.91

集成电路 滤波器 型号4 KK 55.43 2,378.12 42.90 26.75 0.80% 26.54 -16.36 907.07

集成电路 滤波器 型号5 KK 28.33 1,648.70 58.19 32.63 0.80% 32.37 -25.83 731.77

集成电路 电力电子 型号1 KK 0.23 786.53 3,364.14 734.51 3.50% 708.80 -2,655.34 620.81

集成电路 电力电子 型号2 万片 0.06 975.93 15,880.81 7,224.36 3.50% 6,971.41 -8,909.40 547.51

集成电路 电力电子 型号3 KK 0.11 293.33 2,672.93 352.32 3.50% 339.98 -2,332.95 256.02

集成电路 电力电子 型号4 KK 0.70 793.60 1,137.15 818.37 3.50% 789.72 -347.44 242.47

集成电路 电力电子 型号5 KK 0.89 270.38 302.80 57.88 3.50% 55.85 -246.95 220.51

集成电路 光通讯 型号1 KK 3.39 219.70 64.88 24.63 3.15% 23.85 -41.03 138.93

集成电路 光通讯 型号2 KK 10.39 582.81 56.07 47.62 3.15% 46.12 -9.95 103.38

集成电路 光通讯 型号3 KK 1.15 103.90 90.11 6.11 3.15% 5.91 -84.20 97.08

集成电路 光通讯 型号4 KK 3.18 242.16 76.25 48.67 3.15% 47.14 -29.11 92.45

集成电路 光通讯 型号5 KK 0.11 103.35 921.47 270.00 3.15% 261.49 -659.98 74.02

LED应用品

LED应用品

（封装）

型号1 万片 11.38 1,559.73 137.08 130.20 1.56% 128.17 -8.91 101.41

LED应用品

LED应用品

（封装）

型号2 万片 1.85 271.78 146.62 123.39 1.56% 121.47 -25.15 46.62

LED应用品

LED应用品

（封装）

型号3 万片 9.52 745.59 78.32 75.28 1.56% 74.10 -4.21 40.12

LED应用品

LED应用品

（封装）

型号4 万片 12.23 1,044.28 85.40 83.92 1.56% 82.61 -2.79 34.12

LED应用品

LED应用品

（封装）

型号5 万片 3.16 181.64 57.51 50.55 1.56% 49.77 -7.74 24.46

LED应用品

LED应用品

（车灯）

型号1 万只 0.44 399.46 912.22 476.75 3.28% 461.10 -451.12 197.55

LED应用品

LED应用品

（车灯）

型号2 万只 1.40 251.57 179.28 125.35 3.28% 121.24 -58.05 81.46

LED应用品

LED应用品

（车灯）

型号3 万只 1.40 250.63 179.44 125.35 3.28% 121.24 -58.21 81.30

LED应用品

LED应用品

（车灯）

型号4 万只 0.28 129.98 461.08 204.96 3.28% 198.23 -262.85 74.10

LED应用品

LED应用品

（车灯）

型号5 万只 0.18 69.00 373.97 17.70 3.28% 17.12 -356.86 65.84

合计 一一 67,838.68 一一 20,165.15

注1：上述不含税销售单价取数来源系对有订单支持的存货，其估计售价以具体的订单销售价格为基

础计算；对备库部分的产成品，其估计售价以具体产品的近期对外不含税销售均价为基础计算。

注2：销售费用率计算时系依据公司2025年的销售费用、城建税、教育费附加、地方教育费附加、营业

成本运输费、产品质保金等流转税合计金额为基础进行计算取得。

注3：上述产品系按照型号进行区分，存在重复系由于所生产子公司不同，单位成本略有不同，故分开

列示，下同。

②当期无可比售价以库龄为基础测算的存货跌价准备测算过程

单位：万元

版块 产品类别 型号

期末库存商品

余额

跌价准备

6个月以内结存

金额

6-12个月结存

金额

12-18个月结

存金额

18个月以上结

存金额

A

B=C*0.

1+D*0.2+E*0.4

+F

C D E F

LED外延芯片 砷化镓芯片 型号1 260.65 260.59 - - 0.10 260.55

LED外延芯片 砷化镓芯片 型号2 169.18 169.18 - - - 169.18

LED外延芯片 砷化镓芯片 型号3 129.19 129.19 - - - 129.19

LED外延芯片 砷化镓芯片 型号4 112.56 112.56 - - - 112.56

LED外延芯片 砷化镓芯片 型号5 68.30 68.30 - - - 68.30

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号1 1,220.51 1,220.51 - - - 1,220.51

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号2 404.63 403.80 - - 1.40 403.24

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号3 373.64 373.64 - - - 373.64

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号4 365.47 350.69 14.79 0.12 2.27 348.28

LED外延芯片 氮化镓芯片 型号5 337.59 337.59 - - - 337.59

集成电路 射频芯片 型号1 48.41 19.36 - - 48.41 -

集成电路 射频芯片 型号2 16.72 16.72 - - - 16.72

集成电路 射频芯片 型号3 35.61 14.24 - - 35.61 -

集成电路 射频芯片 型号4 12.12 12.12 - - - 12.12

集成电路 射频芯片 型号5 10.93 10.93 - - - 10.93

集成电路 滤波器 型号1 401.52 401.52 - - - 401.52

集成电路 滤波器 型号2 142.60 142.60 - - - 142.60

集成电路 滤波器 型号3 276.09 110.44 - - 276.09 -

集成电路 滤波器 型号4 104.41 104.41 - - - 104.41

集成电路 滤波器 型号5 102.91 102.91 - - - 102.91

集成电路 电力电子 型号1 706.35 70.64 706.35 - - -

集成电路 电力电子 型号2 64.77 64.77 - - - 64.77

集成电路 电力电子 型号3 621.70 62.17 621.70 - - -

集成电路 电力电子 型号4 590.62 59.06 590.62 - - -

集成电路 电力电子 型号5 246.02 49.15 0.56 245.47 - -

集成电路 光通讯 型号1 154.52 154.52 - - - 154.52

集成电路 光通讯 型号2 67.55 67.55 - - - 67.55

集成电路 光通讯 型号3 28.89 28.89 - - - 28.89

集成电路 光通讯 型号4 20.15 20.15 - - - 20.15

集成电路 光通讯 型号5 15.61 15.61 - - - 15.61

LED应用品 LED应用品（封装） 型号1 155.32 155.32 - - - 155.32

LED应用品 LED应用品（封装） 型号2 152.98 152.98 - - - 152.98

LED应用品 LED应用品（封装） 型号3 113.73 113.73 - - - 113.73

LED应用品 LED应用品（封装） 型号4 93.36 93.36 - - - 93.36

LED应用品 LED应用品（封装） 型号5 226.48 90.59 - - 226.48 -

LED应用品 LED应用品（车灯） 型号1 84.72 84.63 0.06 - 0.06 84.60

LED应用品 LED应用品（车灯） 型号2 701.34 70.91 693.56 7.78 - -

LED应用品 LED应用品（车灯） 型号3 46.65 46.65 - - - 46.65

LED应用品 LED应用品（车灯） 型号4 339.11 37.75 300.71 38.40 - -

LED应用品 LED应用品（车灯） 型号5 371.03 37.58 366.29 4.74 - -

LED应用品 LED应用品（灯具） 型号1 18.66 18.66 - - - 18.66

LED应用品 LED应用品（灯具） 型号2 15.76 15.76 - - - 15.76

LED应用品 LED应用品（灯具） 型号3 14.04 14.04 - - - 14.04

LED应用品 LED应用品（灯具） 型号4 6.90 6.90 - - - 6.90

LED应用品 LED应用品（灯具） 型号5 6.29 6.29 - - - 6.29

合计 9,455.59 5,898.96 3,294.64 296.51 590.42 5,274.03

综上，公司存货可变现净值的计算过程符合《企业会计准则》的相关规定。

2、存货跌价准备计提的充分性、及时性

公司2023-2025年存货跌价准备计提比例情况如下：

单位：万元

项目 2025年 2024年 2023年

存货账面余额 736,181.47 619,714.46 599,236.94

存货跌价准备余额 76,650.90 62,727.77 68,244.22

存货跌价准备计提比例 10.41% 10.12% 11.39%

与同行业可比公司的存货跌价准备计提比例对比情况如下：

公司名称 2025年 2024年 2023年

乾照光电 5.26% 7.14% 9.80%

华灿光电 9.72% 19.16% 21.15%

聚灿光电 3.03% 1.97% 2.12%

卓胜微 17.95% 17.87% 22.14%

天岳先进 5.29% 3.62% 3.49%

国博电子 24.49% 37.75% 18.40%

芯联集成 17.41% 16.17% 19.00%

平均值 11.88% 14.81% 13.73%

三安光电 10.41% 10.12% 11.39%

由上表可知，公司2023-2025年存货跌价准备计提比例均较为稳定，且与同行业可比公司不存在重

大差异。 2025年末存货跌价准备计提金额有所增长，除部分半成品因技术迭代更新而全额计提存货跌价

准备外，2025年存货跌价准备计提金额的增长主要系存货余额增长，关于公司2025年末存货规模增长的

分析详见本回复之“问题4/一/（一）/2、结合产品市场需求、采购生产周期、订单周期、备货政策及在手订

单等，说明存货增长的合理性” 。

综上，公司存货跌价准备的计提具有充分性、及时性。

(下转B012）

(上接B010）


